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SiCパワー半導体製造工程の課題と提案

次世代パワー半導体製造工程における研削ソリューション
Grinding Solutions for Next-Generation Power Semiconductor Manufacturing Processes
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SiCパワー半導体（8inch） SiC Power Semiconductor (8 inch)

ホイールの形状が崩れやすい

ご提案

形状精度の悪化

ご提案

ホイールの溝形状が崩れやすい

ご提案

形状精度の悪化

Issues and Proposals for Improvement of SiC Power Semiconductor Manufacturing Processes

外周・ノッチ研削 べべリング

ノリタケクール SEC-X（K）
（水溶性）
Noritake Cool SEC-X(K)
(Water base coolant)

遠心分離機
Centrifugal

ノリタケクール SEC-Y（K）
（水溶性）
Noritake Cool SEC-Y(K)
(Water base coolant)

遠心分離機
Centrifugal

ノリタケルブリカント LSC-1
Noritake Lubricant LSC-1

遠心分離機
Centrifugal

セラミックフィルター
Ceramic Filter

ウェーハ製造工程 SiC Substrate Manufacturing Process

メタルホイール
Metal Wheel

メタルホイール
Metal Wheel

メタルホイール
Metal Wheel

DMPパッド【開発中】
DMP Pad(Under Development)

ダイヤモンドホイール
Diamond Wheel

バルク育成 外周・ノッチ研削 スライシング／レーザー べべリング・ノッチ

ノッチ

加工に時間がかかる

ご提案

加工レートの向上

高能率研削

ご提案
Proposal ProposalProposal Proposal Proposal

加工コスト低減

Wheel Shape Retention

Poor Wafer Geometry

Wheel Groove Shape Retention

Poor Wafer Edge Pro�le

Long Processing Time

High Polishing Rate

High-Ef�ciency Grinding

Lower Tool Cost

ラップ【開発中】 平面研削
OD &
Notch Grinding

Beveling Notching Lapping
(Under Development)

Surface Grinding

ラップ【開発中】

平面研削
Bulk Crystal Growth OD&Notch Grinding Slicing/Laser Beveling & Notching

Lapping (Under Development)

Surface Grinding
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SiCパワー半導体（8inch） SiC Power Semiconductor (8 inch)

Issues and Proposals for Improvement of SiC Power Semiconductor Manufacturing Processes

セラミックフィルター
Ceramic Filter

ダイヤモンドホイール
Diamond Wheel

ダイシングブレード
Dicing Blade

高能率研削

ご提案

加工コスト低減

切断品位の持続性が求められる

ご提案
Proposal Proposal

チッピング、斜断発生

High-Ef�ciency Grinding

Lower Tool Cost

Consistent Cutting Quality

Chipping & Oblique Cutting

ご提案 ご提案
Proposal Proposal

裏面研削 パッケージダイシング
Back Grinding Package Dicing

セラミックフィルター
Ceramic Filter

加工に時間がかかる

加工レートの向上

鏡面化が求められる

表面粗さの向上

Long Processing Time

High Polishing Rate

Require Mirror Polishing

Fine Surface Finish

CMP エッジポリッシュ
CMP Edge Polish

ノリタケルブリカント LSC-1
Noritake Lubricant LSC-1

遠心分離機
Centrifugal

セラミックフィルター
Ceramic Filter

ドレッサ
Dresser

半固定砥粒パッド
LHAパッド
LHA Pad

半固定砥粒パッド【開発中】
LHA Pad For Edge

CMP 裏面研削 CMP ダイシング パッケージ
CMP Back Grinding CMP Dicing Package

パッケージダイシングエッジポリッシュ
Edge Polish

完成（8inch品）
Package Dicing Final Product

(8 inch)

デバイス製造工程 Device Manufacturing Process
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